
Dainichiseika
- To The Next level solutions -

熱可塑性樹脂ベースの機能性複合材料に対する

“トータルソリューション”を提案いたします。

【問い合わせ先】大日精化工業株式会社合樹・着材第２事業部開発課吉野、吉田（ TEL：03-3662-4168 E-mail：resin2＠daicolor.co.jp）
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